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บทคดัย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อลดปัญหาของเสีย ข้อบกพร่องท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของโรงงานกรณีศึกษา โดยประยุกต์ใช้หลกัการของซิก ซิกม่า (Six Sigma) ตาม
วิธีการ DMAIC มาประยุกต์ใช้ โดยอาศัยกระบวนการบัดกรีของอุตสาหกรรมประกอบแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แนวทางซิกซ์ซิกม่า 5 ขั้นตอนดงัน้ี คือ D (Define) เป็นการระบุปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการผลิต M(Measure) เป็นการประเมินระบบการวดัของกระบวนการท่ีเกิดปัญหา A(Analyze) การ
วเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึน I(Improve) การปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการผลิต และ C(Control) การ
ควบคุมกระบวนการตามท่ีตั้งไว ้หลงัจากการท าการศึกษาและน าไปผลิตงานจริงเป็นระยะเวลา 10 เดือน 
พบว่าของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์มีค่าลดลงจากเดิมร้อยละ 0.51 เหลือ
ร้อยล8bะ 0.06 ซ่ึงสามารถลดปริมาณของเสียไดร้้อยละ 0.45 หรือลดลงจาก 5,099  เป็น 617 DPPM  
 
ค าส าคัญ: การลดของเสียวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซิกซ์ซิกม่า 
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ABSTRACT 
 This research aims to reduce waste problems. In the factory case study, this research uses defects 
in electronic circuit boards' manufacturing process by applying the Six Sigma (DMAIC) principles. Based 
on the soldering process of the electronic circuit board assembly industry as a case study. The five-step Six 
Sigma approach is as follows: D (Define) to identify problems occurring in the production process, 
M(Measure) to assess the measurement system of the difficult process, and A(Analyze), to analyze the root 
cause of the problem. I(Improve) process improvement and C(Control) process control as a set. After ten 
months of study and put into production,  the waste generated in the electronic circuit board manufacturing 
process reduced from 0.51% to 0.06%, which was able to reduce the amount of waste by  0.45% or reduce 
from 5,099 to 617 DPPM 
 

1. บทน า 
 ธุรกิจประเภท EMS (Electronics manufacturing service) เป็นการรับจา้งผลิตสินคา้ให้กบัลูกคา้ 
ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของลูกคา้ โดยผูผ้ลิต (Manufacture) รับผลิตช้ินส่วนต่างๆ แลว้ส่งกลบัใหก้บับริษทั
ท่ีเป็นเจา้ของแบรนด์ ดว้ยสภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีมีคู่แข่งเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ แต่ละองคก์รณ์ต่างพยายาม
ทางกลยุทธ์ในการท่ีจะพฒันาองคก์รของตนเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการประกอบธุรกิจให้สามารถแข่งขนั และ
เติบโตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มอตัราการผลิตและการปรับปรุงการท างานนั้นเป็นปัจจยัหลกัส าหรับ
การด าเนินธุรกิจและการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัรายอ่ืนได้ จึง
จ าเป็นท่ีจะตอ้งเตรียมความพร้อมรับกบัสถานการณ์ในอนาคต ผูป้ระกอบการจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งผลิต 
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมีต้นทุนการผลิตต ่ าและมี
คุณภาพสูง การลดของเสียในกระบวนการผลิตเป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีสามารถช่วยให้ตน้ทุนการผลิตลดลงได ้โดย
ไม่จ  าเป็นตอ้งลดราคาสินคา้เพื่อแข่งขนักบัคู่แข่ง 
 อุตสาหกรรมการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีของเสียเกิดข้ึนใน
กระบวนการผลิต ซ่ึงจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการกลบัไปท าใหม่ (Rework) เป็นช้ินงานท่ีไม่สามารถขายให้
ลูกคา้ได ้ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นการสูญเสียและเป็นตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน จึงท าการศึกษาหาแนวทางเพื่อการปรับปรุง
โดยใชห้ลกัการทางวศิวกรรมมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการผลิตใหต้น้ทุนสินคา้ต ่าลงและมีคุณภาพ 
 

2.  วตัถุประสงค์ของการศึกษาวจิัย 
 2.1  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลใหเ้กิดปัญหาของเสียในกระบวนการผลิต 
 2.2  เพื่อลดปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึน และปรับปรุงกระบวนการผลิต 
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 2.3  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการวางแผนการผลิต โดยศึกษาปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงจากปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
 

3.  ขอบเขตของงานวจิัย 
 3.1 ออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมให้เหมาะสมกับการท างาน เพื่อศึกษาการลดของเสียใน
กระบวนการผลิต 
 3.2  ศึกษาและลดของเสียในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต 
 
4.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
 4.1  เป็นแนวทางในการลดของเสียส าหรับผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ของบริษทั 
 4.2  สามารถเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั และเพิ่มความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 
 4.3 สามารถลดของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต และลดตน้ทุนจากการซ่อม (Rework) 
 
5.  ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 5.1 ทฤษฎี 
  Six Sigma เป็นหลกัการบริหารคุณภาพท่ีถูกพฒันาข้ึนมาในช่วงทศวรรษท่ี 1980 โดยบริษทั 
Motorola ภายใตก้ารน าของ Dr.Mikel Harry เป็นผูริ้เร่ิม ไดน้ ามาใชใ้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ของบริษทัจน
ประสบความส าเร็จ และต่อมาบริษทัอ่ืนในสหรัฐอเมริกาไดน้ า Six Sigma มาใชเ้ป็นแผนกลยทุธ์ขององคก์ร
เพื่อเป็นแนวทางสู่ความส าเร็จ โดยไดเ้ขา้ไปมีบทบาทในการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์กรณ์ และพฒันา
แนวคิดของการบริหารคุณภาพข้ึนจากระดับล่างสู่ระดับบนทัว่ทั้ งองค์กร ซ่ึงประสบความส าเร็จ โดย
สามารถลดค่าใชจ่้ายของบริษทัไดอ้ยา่งมาก 
  เทคนิคซิกซ์ซิกม่า เป็นการพฒันาท่ีมุ่งเนน้ความเป็นเลิศ ซ่ึงไดมี้การก าหนดแนวทางในดา้น ต่าง 
ๆ ไดแ้ก่ ดา้นการส่ือสาร การสร้างกลยุทธ์ และนโยบาย การกระจายนโยบาย และการจดัสรรทรัพยากรใน
องค์การให้เหมาะสม เพื่อองค์กรมีการปรับปรุงท่ีเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ ซ่ึงไดรั้บการยอมรับ
และประสบความส าเร็จในการน ามาปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ์และบริการใน วงการอุตสาหกรรม โดย
มุ่งเน้นในการลดปัจจยัท่ีท าให้เกิดความผนัแปรของกระบวนการลดความ ผิดพลาด การสูญเสียใดๆ ลด
ค่าใชจ่้าย และสอนให้พนกังานรู้แนวทางในการท าธุรกิจอยา่งมีหลกัการ เพื่อท่ีจะสามารถแข่งขนักบัคู่แข่ง
ทางการตลาดและด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท่ีดียิง่ข้ึน รวมทั้งท าใหลู้กคา้มีความพึง
พอใจสูงสุด ซ่ึงมีการประยุกตใ์ชแ้นวทางในการปรับปรุง คุณภาพของกระบวนการ ขั้นตอนพื้นฐาน 5 ขั้น
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ดว้ยกนั คือ การนิยาม (Define: D) การวดั (Measure: M) การวเิคราะห์ (Analyze: A) การปรับปรุง (Improve: 
I) และการควบคุม (Control: C) 
  เคร่ืองมือคุณภาพ 7 ประการ (7 QC tools) M.Juran,(1954) ได้ท าการรวบรวมและพัฒนา
เคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิด ถือว่าเป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหาในทางด้านคุณภาพใน
กระบวนการท างานขั้นตอนต่างๆ ซ่ึงช่วยศึกษาสภาพทัว่ไปของปัญหา การคดัเลือก รวมถึงการจดัล าดบั
ความส าคญัของปัญหา การส ารวจสภาพปัจจุบนัของปัญหา และวิ เคราะห์หาสาเหตุของปัญหาท่ีแทจ้ริง 
เพื่อให้สามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตลอดจนช่วยในการจดัท ามาตรฐาน และใชใ้นการควบคุมติดตามผล
อยา่งต่อเน่ือง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการควบคุมคุณภาพนั้น ประกอบไปดว้ยเคร่ืองมือส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูล, 
เคร่ืองมือเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล, เคร่ืองมือน าเสนอและควบคุม เคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิด เรียกไดว้่าเป็น
ส่ิงจ าเป็นในการท ากิจกรรมกลุ่มคุณภาพ ประกอบดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์ท่ีสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มได้
ดงัต่อไปน้ี 
 เคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 1. ใบตรวจสอบ (Check Sheet) 

 2. ผงักา้งปลา (Fish Bone Diagram) 

 เคร่ืองมือเพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3. แผนภูมิพาเรโต (Pareto) 

 4. ฮีสโตแกรม (Histogram) 

 5. แผนภูมิการกระจาย (Scatter Diagram) 

 เคร่ืองมือเพื่อการน าเสนอและควบคุม 
 6. กราฟ (Graph) 

 7. แผนภูมิควบคุม (Control Chart) 

 

5.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 เมษ วรรณบุปผา (2561) ไดท้  าการศึกษาการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตกระจกหน้า
รถยนต์โดยใช้หลกัควบคุมคุณภาพ ร่วมกบักระบวนการทางซิกซ์ ซิกม่า ทางผูว้ิจยัมุ่งเน้นทางดา้นการลด
ของเสียในกระบวนการผลิตกระจกรถยนต ์และหาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อของเสียในทุกกระบวนการผลิตท่ี
เกิดข้ึนในระยะเวลา 6 เดือน จากหลกัการพาเรโตส้ามารถแบ่งลกัษณะของเสียท่ีเกิดข้ึนได ้32 ลกัษณะ โดย
ลกัษณะของเสียท่ีพบมากท่ีสุดถึงร้อยละ 18.2 คือ ฟองอากาศในระหวา่งชั้นกระจก จากการวิเคราะห์พบว่า
ของเสียเกิดข้ึนใน 2 กระบวนการคือ กระบวนการท าให้กระจกโคง้ และกระบวนการดูดอากาศออกจาก
กระจกหนา้รถยนต ์งานวิจยัน้ีไดท้  าการวิเคราะห์และใช้แผนผงัแสดงเหตุและผล เพื่อหาสาเหตุท่ีท าให้เกิด



 

170 

 

ของเสียดงักล่าว พร้อมทั้งหาวธีิแกไ้ขปัญหาโดยใชก้ระบวนการซิกซ์ ซิกม่า จากผลการวจิยัพบวา่สามารถท า
ใหอ้ตัราของเสียลดลงจากร้อยละ 18.2 ต่อเดือน เหลือร้อยละ 8.0 ต่อเดือน 
 อภิญยา หนูพร้ิม (2563) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการลดของเสียในกระบวนการผลิต กรณีศึกษาใน
โรงงานถุงมือยางตวัอย่าง เพื่อลดของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตถุงมือไม่ให้เกินร้อยละ 1.5 โดย
ประยุกต์ใช้หลักการของซิกซ์ ซิกม่า (Six Sigma) ผูว้ิจยัศึกษาสภาพปัญหาและก าหนดปัญหาของเสียท่ี
เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตสูงสุด 3 อนัดบัแรก ประกอบดว้ย ปัญหาถุงมือฉีกขาด ปัญหาถุงมือขอบมว้นไม่
สมบูรณ์ และปัญหาถุงมือบวมเสียรูป จากนั้นเขา้สู่ขั้นตอนการวดัสภาพปัญหา โดยศึกษากระบวนการผลิต
ทั้งหมด 20 ขั้นตอน พบว่ามีเพียง 11 ขั้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาดงักล่าว และระดมสมองร่วมกบัทีมงานเพื่อ
วเิคราะห์รากเหงา้ของปัญหา จากนั้นประเมินความรุนแรงและโอกาสในการเกิดข้ึนของแต่ละสาเหตุ  ผลการ
ปรับปรุงโดยควบคุมปัจจยัหลกัในระยะเวลา 3 เดือน พบวา่สัดส่วนของเสียจากกระบวนการผลิตถุงมือมีค่า
ลดลงจากร้อยละ 1.698 เหลือร้อยละ 1.463 เม่ือเทียบระดบั Sigma level สามารถปรับปรุงจากระดบั 3.23σ 
ไปท่ีระดบั 3.682σ 
 กุศลิน กิจพงษ์นิกร (2560) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการลดของเสียในกระบวนการเป่าฟิล์ม โดยวิธี
ซิกซ์ ซิกมา โดยมุ่งเนน้ลดของเสียท่ีเกิดจากขอ้บกพร่องประเภทเจล ยบั และหนาบางในแนวขวางเคร่ืองจกัร 
งานวจิยัน้ีใชแ้นวคิดซิกซ์ ซิกมา ภายหลงัการปรับปรุงกระบวนการพบวา่สามารถลดของเสียในกระบวนการ
เป่าฟิลม์ส าหรับขอ้บกพร่องประเภทเจล ยบั และหนาบางของถุงพลาสติก ขนาด 30x(6+2+2) น้ิว จากร้อยละ 
11.03 เหลือเพียงร้อยละ 0.39 ขนาด 80 x 240 มิลลิเมตร จากร้อยละ1.26 เหลือเพียงร้อยละ 0.50 ขนาด 40 x 
24 น้ิว จากร้อยละ 3.60 เหลือเพียงร้อยละ 0.42 พบวา่มีมูลค่าความสูญเสียท่ีลดลงได ้259,256 บาทต่อปี 
 

6. วธิีด าเนินงานวจิัย 
 การด าเนินงานวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์ท่ีจะลดของเสียท่ีเกิดข้ึนในสายการผลิตแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Print Circuit Board Assembly : PCBA) มีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติังาน 
รวมไปถึงตน้ทุนในการผลิตต ่าลง  ผูว้ิจยัเร่ิมจากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวข้องกบั
สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในโรงงานตัวอย่าง แยกประเภท
ขอ้บกพร่องต่างๆ โดยประยุกตใ์ชห้ลกัการ DMAIC ดงัแสดงในภาพท่ี 1 ในการแกไ้ขปัญหาขอ้บกพร่องท่ี
เกิดข้ึนร่วมกบัการใชเ้คร่ืองมือคุณภาพ และการระดมสมองเพื่อใหไ้ดแ้นวทางในการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที ่1 ขั้นตอน DMAIC 
 
 วิธีการด าเนินการกบัปัญหาขอ้บกพร่องของกระบวนการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ นบัตั้งแต่
เราผลิตจนจบกระบวนการพบวา่ มีขอ้บกพร่องเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ตอ้งส่ง
ช้ินงานไปท าการซ่อมหรือท าใหม่โดยการเปล่ียนตวัอุปกรณ์ตวัใหม่ เพื่อน ากลบัไปใชผ้ลิตในกระบวนการ
ได้อีกคร้ัง ดังนั้ นโรงงานจึงมีนโยบายหลักในการลดของเสียโดยลดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ใน
กระบวนการผลิตและกระบวนการซ่อมบดักรี ส าหรับการโครงการน้ีผูว้ิจยัศึกษาการลดปัญหาขอ้บกพร่อง
จากขั้นตอนการบดักรีอุปกรณ์ดว้ยคล่ืนโลหะ เพื่อลดเวลาในการซ่อมบดักรีจากการถอดเปล่ียนตวัอุปกรณ์ 
โดยอาศยัหลกัการวิเคราะห์สาเหตุการจดัระบบและควบคุมการด าเนินงาน โดยอาศยัมาตรฐานในการ
ด าเนินงาน กระบวนการตรวจสอบและทดสอบคุณสมบติัเฉพาะของวตัถุดิบก่อนน าไปใชใ้นกระบวนการ
ผลิตเป็นกระบวนการส าคญั 
 ขั้นตอนการก าหนดปัญหา (Define Phase) 
 เบ้ืองตน้ท าการรวบรวมขอ้มูลในส่วนของการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์บริษทัตวัอย่าง เพื่อ
จดัล าดบัความส าคญัของของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนผลิต ซ่ึงประกอบไปดว้ยหัวขอ้ต่างๆ โดยมุ่งเน้นใน
ดา้นการผลิต (production) เป็นหลกั โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลใช้ระยะเวลา 2 เดือนกว่าของโรงงานผลิต
บริษทัตวัอย่าง  โดยใช้ใบตรวจสอบ (Check Sheet) ในการบนัทึกขอ้มูลการผลิตของบริษทัตวัอย่าง เพื่อ
น ามาจดัท าแผนภูมิพาเรโตในการเลือกของเสียท่ีจะน ามาท าการปรับปรุงกระบวนการผลิต  

การก าหนดปัญหา 

การวดัเพื่อหาสาเหตุปัญหา 

การวเิคราะห์สาเหตุปัญหา 

การปรับปรุงแกไ้ข

กระบวนการผลิต

การควบคุมกระบวนการ 
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 ผลการรวบรวมขอ้มูลงานเสียยอ้นหลงัจากใบตรวจสอบ สามารถรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะ
อาการของเสียท่ีถูกตรวจพบในกระบวนการตรวจสอบของฝ่ายประกนัคุณภาพ เพื่อดูแนวโน้มของเสีย ดงั
ภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพที ่2 กราฟแสดงขอ้มูลงานเสียท่ีพบจากกระบวนการผลิต ตั้งแต่เดือน ส.ค.64-ก.พ.65 
 
ตารางที ่1 ตารางแสดงเปอร์เซ็นตข์องเสียตั้งแต่เดือน ส.ค.64 ถึง ม.ค.65 
 
รหสั ชนิดของเสีย ส.ค.64 ก.ย.64 ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 
CLU PROBE PIN 2.04% 1.29% 1.48% 1.00% 1.73% 1.56% 
ISS PROBE PIN 0.49% 0.26% 0.24% 0.39% 0.77% 0.40% 

CLU CONTACK  PROBE  0.23% 0.17% 0.08% 0.06% 0.08% 0.12% 

 
 จากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่ของเสียแต่ละชนิดมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นขอ้มูลยอ้นหลงัตั้งแต่
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง มกราคม พ.ศ.2565 โดยเฉพาะอุปกรณ์กระดก (CLU)มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองอยา่งเห็นไดช้ดั ดงันั้นจึงมีการปรับปรุงเพื่อป้องกนัหรือลดการเกิดของเสียเพิ่มข้ึนอีก 
 ขั้นตอนการวดั (Measure Phase) 
 เน่ืองจากระบบการตรวจสอบของเสียในกรณีศึกษาน้ีเป็นการตรวจสอบข้อบกพร่องจาก
กระบวนการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงจะท าโดยการใช้สายตาในการตรวจสอบ ซ่ึงอาจท าให้เกิด
ขอ้ผดิพลาดหรือคลาดเคล่ือนได ้ดงันั้นจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะทดสอบความแม่นย  าและเท่ียงตรงของพนกังาน
วดัในการตรวจสอบขอ้บกพร่อง เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ระบบการตรวจสอบมีความแม่นย  าและเท่ียงตรง 100% 
 จากผลการทดลองความแม่นย  าและเท่ียงตรงของระบบการวดัของพนกังงานในการตรวจสอบ
ของเสียของกระบวนการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ พบว่ามีเปอร์เซ็นต์รีพีททะบิลิต้ีของพนักงาน
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เปอร์เซ็นตค์วามไม่ไบอสัของพนกังาน ดชันีความมีประสิทธิผลของพนกังาน ดชันีการตรวจสอบท่ีปฏิเสธ
อย่างผิดพลาด ดชันีการตรวจสอบท่ียอมรับอย่างผิดพลาด เปอร์เซ็นต์ประสิทธิผลรีพีททะบิลิต้ีของการ
ตรวจสอบ และเปอร์เซ็นตป์ระสิทธิผลความไม่ไบอสัของการตรวจสอบ มีค่าเท่ากบั 100% ทุกๆค่าดชันี ซ่ึง
จะผา่นเกณฑก์ารยอมรับของระบบการวดั จึงสรุปไดว้า่ระบบการวดัมีความแม่นย  าและเท่ียงตรงอยูใ่นเกณฑ์
ท่ีสามารถยอมรับได ้
 ขั้นตอนการวเิคราะห์สาเหตุ  (Analyze Phase) 
 ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการค้นหาสาเหตุหลักท่ีคาดว่าท าให้เกิดปัญหาของเสียท่ีเกิดข้ึนใน
สายการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยระดมสมองซ่ึงคดัเลือกจากทีมงานท่ีมีประสบการณ์และเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการผลิต โดยน าแผนผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) มาใชใ้นการหาสาเหตุหลกัของปัญหา 
 เร่ิมแรกของการระดมสมองจะน าเอาแผนผงัก้างปลามาใช้เพื่อหาปัจจยัทั้งหหมดท่ีคาดว่าจะ
ส่งผลต่อการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากแผนผงักา้งปลาสามารถช่วย
แยกแยะปัจจยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 ในการแยกแยะหาสาเหตุของปัญหา สามารถจ าแนกไดอ้อกเป็น 4 กลุ่มไดด้งัน้ี 
 1.  คน (Man) 
 2.  เคร่ืองจกัร (Machine) 
 3.  วธีิการท างาน (Method) 
 4.  วตัถุดิบ (Material) 
การวเิคราะห์สาเหตุของอุปกรณ์กระดก (CLU Probe Pine) 

 

ภาพที ่3 แผนภาพกา้งปลาสาเหตุของปัญหาโพรบพินกระดก (CLU Probe Pin) 
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 สรุปสาเหตุหลกัท่ีท าให้อุปกรณ์โพรบพินกระดก คือ ฝาครอบด้านบน (Top cover) ท่ีมีขนาด
ใหญ่เกินไป ไม่สามารถกดโพรบพินทุกช้ินอยา่งทัว่ถึงได ้เม่ือผา่นบ่อตะกัว่ (Wave soldering) ท าใหอุ้ปกรณ์
ลอยข้ึน เน่ืองจากมีน าหนกัเบา ง่ายต่อการลอยตวั 
การวเิคราะห์สาเหตุของตะกัว่นอ้ย (ISS Probe Pine) 
 

 

ภาพที ่4 แผนภาพกา้งปลาสาเหตุของปัญหาตะกัว่นอ้ยท่ีขาโพรบพิน (ISS Probe Pin) 

 

 สรุปสาเหตุหลกัท่ีท าใหข้าโพรบพินมีตะกัว่นอ้ย คือ พื้นท่ีของฟิกเจอร์ท่ีเปิดให้ตะกัว่ไหลเขา้ไป
บดักรีนอ้ย ร่วมดว้ยกบัโครงสร้างอุณหภูมิความร้อน(Profile temp)ไม่เหมาะสม 
การวเิคราะห์สาเหตุของอุปกรณ์กระดก (CLU Contact) 

 

ภาพที ่4.6  แผนภาพกา้งปลาสาเหตุของปัญหาคอนแทก็โพรบกระดก (CLU Contact Probe) 
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 สรุปสาเหตุหลกัท่ีท าให้อุปกรณ์กระดก คือ พนกังานไม่ปฏิบติัตามคู่มือการท างาน ขาดความเอา
ใจใส่ และไม่ไดต้รวจสอบช้ินงานก่อนวางบนสายพาน (Conveyor) 
 ขั้นตอนการปรับปรุง (Improve) ทางผูว้จิยัและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง จึงไดช่้วยกนัระดมสมองเพื่อหา
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และท าการวเิคราะห์หาสาเหตุท่ีเป็นไปไดจ้ากลกัษณะขอ้บกพร่อง และ
หาแนวทางการแกไ้ขปรับปรุงทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การปรับปรุงอุปกรณ์กระดกโพรบพินกระดก(CLU Probe Pin)  คือ ออกแบบฝาปิดดา้นบน 

(Top cover) ใหม่ให้มีพื้นท่ีสัมผสักบัขาโพรบพิน (Probe pin) โดยตรง และเพิ่มแรงกดเพิ่มข้ึน โดยการเพิ่ม

ปริงและเพิ่ม Pin guild support เพื่อง่ายต่อการใส่ฝาปิดดา้นบน (Top cover) 

2. การปรับปรุงขาอุปกรณ์โพรบพิน (Probe pin) ตะกัว่นอ้ย คือ ออกแบบฟิกเจอร์ใหมี้พื้นท่ีของ

การไหลของตะกั่วท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือผ่านเคร่ืองบัดกรีด้วยคล่ืนโลหะ (Wave solder) และปรับอุณหภูมิให้

เหมาะสมกบัชนิดของตวัอุปกรณ์ เพื่อใหก้ารเช่ือมประสานของโลหะบดักรีเป็นไปอยา่งสมบูรณ์ 

3. การปรับปรุงอุปกรณ์คอนแท็กโพรบกระดก (CLU Contact Probe)  คือ ฝึกอบรมพนักงาน
เก่ียวกับความรู้พื้นฐานท่ีต้องใช้ในการท างานในการใช้หัวแร้งในการบดักรีด้วยมือ ทิศทางการวางตวั
อุปกรณ์ การบดักรี และสังเกตอุณหภูมิของหม้อหัวแร้งเป็นประจ า เพื่อให้สอดคล้องในการปรับปรุง
กระบวนการไดอ้ยา่งถูกตอ้งในการฝึกอบรมและถือเป็นขอ้ปฏิบติั จดัท าแบบประเมินความรู้ของพนกังาน
ทุก ๆ 3 เดือน เพื่อเป็นการประเมินความรู้ความสามารถของพนักงานว่าอยู่ในระดบัใด พร้อมฝึกอบรม
พนกังานท่ีไม่เขา้ใจและขาดความรู้พื้นฐานในการท างาน 

 ส าหรับขั้นตอนการควบคุมกระบวนการ หรือ Control เม่ือสามารถระบุสาเหตุของปัญหาและ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขได้แล้ว ผูศึ้กษาได้จดัท าการควบคุมโดยจดัท าเป็นมาตรฐานด้วยการท าเป็น
แผนการควบคุม (Control Plan) และวิธีการท างานของผลิตภณัฑ์ (Process Instruction) แลว้น าไปใชใ้นการ
ผลิตงานจริง สร้างระบบข้ึนมาควบคุมการปรับปรุงแกไ้ขท่ีได้ด าเนินการไปแลว้เพื่อเป็นตวัเฝ้าระวงัและ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาในลกัษณะเดิมข้ึนมาอีก 
 

8. สรุปผลการวจิัย 
 หลงัจากการท าการศึกษาและน าไปผลิตงานจริงเป็นระยะเวลา 6 เดือน พบวา่ของเสียท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์มีค่าลดลงจากเดิมร้อยละ 0.51 เหลือร้อยละ 0.06 ซ่ึงสามารถลด
ปริมาณของเสียไดร้้อยละ 0.45 หรือลดลงจาก 5,099 DPPM เป็น 617 DPPM ซ่ึงสูงกวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้โดย
ของเสียแต่ละอาการสามารถเปรียบเทียบเปอร์เซ็นตก่์อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุงไดด้งัตารางท่ี 1 ดงันั้นจึง
สรุปว่าการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองในคร้ังน้ีเป็นโครงการท่ีส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวย้งัสามารถน าแนว
ทางการแกไ้ขไปประยกุตใ์ชก้บัผลิตภณัฑอ่ื์นๆได ้
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ตารางที ่1 ตารางแสดงเปอร์เซ็นตข์องเสียทั้ง 3 อาการ ก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง 

อาการเสีย ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง 
CLU PROBE PIN 9.10% 0.13% 
ISS PROBE PIN 2.55% 0.07% 

CLU CONTACT PROBE 0.74% 0.07% 
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